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Proc6d6 de montage de composants ^lectroniques sur un 
support et produit realisable par le proc6d§ 

La pr6sente invention a pour objet un proced6 pour 
monter. sur un support portant un circuit, des composants 
5 61ectroniques a fixer h plat et munis, sur leur face inf§- 
rieure, de contacts soudables, et pour les relier au 
circuit, le composant ayant un coefficient de dilatation 
thermique peu compatible avec celui du support, 

Le proc^d^ trouve une application particul i^rement 

10 importante. bien que non exclusive, constitu^ par le mon- 
tage de micro-composants d§noram§s "chip carriers" ou . 
"porte- puce", d6munis de boitier et de pattes de fixation, 
dont 1 'encombrement est trds inffirieur ^ celui des boitiers 
classiques. II est toutefois ^galement applicable h tout 

15 autre composant dont le substrat ou I'enveioppe est mal 

adapts, du point de vue coefficient de dilatation thermique, 
au. support destin§ a le recevoir. C'est le cas par exemple 
de divers circuits passifs (r^seaux de resistances en par- 
ticulier) sur substrat c6ramique muni a la periph^rie 

20 d'encoches m6tallis6es de liaison. 

On sait que les "porte-puce" ont une enveloppe 
c6ramique munie sur sa face inf^rieure de contacts permet- 
tant de la fixer a plat sur un support. Mais la difference 
entre les coefficients de dilatation de la c6ramique et 

25 du stratifie verre-epoxy ou verre-polyimide qui constitue 
la base des circuits imprimis conduit a des montages inca- 
pables de supporter des cyclages thermiques. 

La presente invention vise notamment S permettre 
de monter des composants a fixer h plat sur tout type de 

30 support muni d'un circuit h relier e lectr iquement au 

composant, tel que carte de circuit imprime (eventuel iement 
multicouches ) , de circuit a couches epaisses ou de circuit 

d couches minces. 

Dans ce but, 1 'invention propose notamment un 
35 proc§de suivant lequel on fixe a plat ie composant au 

support par des moyens de liaison m^canique capables de 
toierer des dilatations di f f erent iel les et on relie eiec- 
triquement les contacts du composant au circuit ports 
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par le support par 1 • interro§diaire de trongons de fils 
assurant un dfecouplage mfecanique. 

Dans un mode particulier et particuli6rement int6- 
ressant de mise en oeuvre de I'invention. la fixation 
mfecanique s'effectue par 1 ' i ntermSdl ai re d'un intercalaire 
de dimensions en plan 14g6rement sup6rieures h celles du 
composant, en matSriau compatible thermi queraent avec le 
composant : les liaisons 61ectriques sont r6alis§es par 
soudage (ce terme devant etre interpr6t6 de fagon large 
et s'fetendant.notarament au brasage) des plages de contact 
du composant sur uo r6seau conducteur prfevu sur 1' inter- 
calaire et dfibordant du composant et par fixation des 
trongons de fils entre le r6seau et le circuit. 

L' intercalaire sera g6n6ralement formfe par une 
15 plaquette en c6ramique ayant un coefficient de dilatation 
proche de celui du composant, solidarisfie du support par 
un adhfesif pr6sentant une souplesse suffi'sante pour tol§- 
rer les dilatations diff6rentiel les . On peut notarament 
utiliser des colles polyur6thanes en g#n6ral . Le r§seau 
conducteur pourra etre constitu6 par s6rigraphie, 
suivant une technologie proche de celle de fabrication 
des couches fepaisses. Le riseau sera ensuite 6tam6. par 
exemple par application d'une cr$me i souder par s6ri- 
graphie. Les composants pourront alors §tre bras6s ou 
soud6s sur les i nterca la i res par des techniques de refusion 
sur tapis chauffant ou en phase vapeur. Le r6seau conduc- 
teur pourra se presenter sous forme de pistes courtes 
divergentes. de faqon que les sorties sur lesqueiles seront 
fix6s les fils aient un §cartement sup4rieur h celui des 
plages de contact du composant. Des pions solidaires des 
intercalaires. par exemple par emmanchement , peuvent aider 
au maintieh mScanique des intercalaires. lis peuvent de 
plus participer d la dissipation thermlque, surtout lors- 
que le support dans lequel ces pions sont emmanchfis 
35 comporte un plan m6tallique de masse dans son Spaisseur. 

Dans une variante de mise en oeuvre de I'invention, 
destin6e au montage de porte-puce ou de mi crocomposant 
ayant une constitution comparable, c'est-S-dire poss6dant 
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une enveloppe ayant une face inf§rieure en c^ramique 
munie des plages de contact et un capot isolant, on fixe 
le composant a plat par son capot (c'est-d-dire h I'envers) 
directement sur le support a Paide d*un adh^slf pr^sentant 
une souplesse suffisante pour supporter les dilatations 
diff6rentiel les . On realise les liaisons §lectriques h 
I'alde de tron<;ons de fil soud6s sur les plages de contact 
du composant et sur le circuit. 

Pour assurer le d§couplage m6canique n^cessaire, les 
fils 61ectriques de liaison ne doivent pas etre tendus. Une 
solution particul i^rement commode pour r^aliser les jonc- 
tions a I'aide de trongons de fils sans tension est d§crite 
dans le Certificat d'Utilit^ PR 2 191 399 et les brevets 
FR 2 327 019 et 2 327 025 de la soci§t§ demanderesse . 
L'automatisation des jonctions est rendue particul i^rement 
commode du fait que I'on peut pr6voir, sur le support, des 
zones de contact dispos^es h intervalles 6gaux et telles 
que les jonctions sont effectuSes S I'aide de trongons 
de fils de meme longueur et parall§les les uns aux autres. 

La premiere solution est part icul i^rement avanta- 
geuse lorsque la dissipation thermique des composants est 
relativement importante ; elle n'apporte aucune complica- 
tion notable, puisque le seul composant suppl4mentaire 
n6cessaire est constitu6 par un intercalaire, identique 
pour tous les circuits ayant la meme repartition de con- 
tacts : dans la pratique, il suffit d Pheure actuelle 
d*une douzaine de types d' intercalaires standard, pr§vus 
pour des composants ayant 16 h 92 plages de soudure. La 
solution est directement transposable d des composants 
ayant un beaucoup plus grand nombre de plages de .sortje 
§lectriques» 

La seconde solution se prete notamment au montage 
des composants ayant une dissipation thermique mod6r6e. 

L'invention sera mieux comprise ci la lecture de la 
description qui suit de divers modes de mise en oeuvre, 
donnas ^ titre d*exemples non limitatifs. La description 
se r§f§re aux dessins qui 1 ' accompagnent , dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en plan d'une fraction 
d'un produit resultant de la mise en oeuvre du proc6d6. 



2523397 



- 4 - 

comportant des composants du type d^nomm^ "chip-carrier" 
ou "porte-puce" sur un support qu*on supposera etre un 
circuit imprim§ ; 

- la figure 2 est une vue en coupe suivant la 
ligne II-II de la figure 1 ; 

- les figures 3 et 4, similaires h la figure 2, 
mais sur lesquelles ies connexions ^lectriques ne sont 
pas representees » montrent des variantes de fixation d*un 
xomposant : 

- la figure 5, similaire ^ la figure 2, montre 
une variante de r§alisa.tion de ^invention impliquant de 
placer le composant d l*erivers. 

La figure 1 montre un produit qui comporte, de 
facon classique, un support 10 et des porte-puce 11. Ce 
support n'est toutefois pas un circuit imprime classique 
oO toutes les liaisons sont assur§es par des pistes metal- 
lis§e$, mais un circuit sur lequel sont simplement impri- 
mees des pastilles de soudage 13 entre lesquelles les 
liaisons equipotentiel les sont r^alisees par soudage de 
trongons 14 de fil isoie (typiquement fil de cuivre de 
diaraStre compris entre 50 et 250 microns, recouvert d'un 
email polyurethane/polyamide thermosoudable ) . Les liaisons 
equipotentiel les peuvent etre realisees par d^autres 
procedes. par exemple celui connu sous la denomination 
"mul ti -wi re" . 

Dans tous les cas. les fils de liaison 14 peuvent 
etre solidarises du support, soit par collage lors de la 
fixation, soit par depot ulterieur d'un vernis empri- 
sonnant les fils. Dans le mode de mise en oeuvre de 
1' invention montre en figures 1 et 2, destine ^ souder 
des composants presentant, sur leur face inferieure, des 
plages de contact soudables 15, on fait appel d une 
plaquette intercalaire 16 en ceramique sur laquelle est 
serigraphie un reseau conducteur divergent 17 adapte 
a la repartition des plages de contact prevues sur la 
face inferieure de I'enveloppe du composant 11. 

Les etapes de mise en oeuvre du procede sont alors 
les sui vantes . 
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11 est tout d'abord n^cessaire de disposer des 
plaquettes intercalaires 16 n§cessaires. Dans la pratique, 
on rgalisera quelques types de plaquettes standard! s^es , 
perraettant de recevoir les composants habituels. 

Ces composants seront g§n6ra 1 ement des porte-puce 
ayant 16 d 92 plages de soudure. D'autres intercalaires 
seront §videmment d pr§voir lorsque seront disponibles 
des porte-puce ayant un nombre sup^rieur de plages de 
contact. 

Les plaquettes sont constitutes en mat^riau cera- 
mique ayant un coefficient de dilatation thermique compa- 
tible avec celui du composant 5 recevoir. Sur les 
plaquettes, on s6rigraphie, en utilisant la technologie 
classique de fabrication des circuits ^ couches 4paisses, 
le r§seau conducteur 17. Puis, dans le mode de realisation 
illustr6 en figure 1, on recouvre partiel iement le r6seau 
par une bande 19 de verre de protection qui remplit plusieurs 
r61es. Cette bande accroft la dissipation thermique S 
partir d'un 61§raent du r^seau 17 sur lequel on effectue une 
soudure de trongons de fil et limite done le risque de 
fusion du contact entre l'§16ment de circuit et la plage 
correspondante du composant * 1 1 . Cette meme bande delimite 
de fagon precise les zones 6tal§es, comme. on le verra 
plus loin. 

On applique ensuite, sur le rtseau 17. une creme 
h souder d I '^tai n-plomb. en g§n6ral par s§rigraphie. 
Cette cr^me h souder ne mouillant pas le verre, la presence 
de la bande 19 §vite de pr§-§tamer le r^seau conducteur 
ailleurs que dans les zones oO doivent s'effectuer des 
jonctions. 

Chaque composant 11 est ensuite fix^ a sa plaquette 
intercalaire 16 par brasage. Cette operation peut s'effec- 
tuer par refusion au tapis chauffant a une temperature de 
I'ordre de 350**C {un flux devant alors §tre pr^vu dans la 
crtme de soudage). On peut 6galement utiliser un brasage 
en phase vapeur, d une temperature un peu inf^rieure, 
qui permet d'optrer sans flux etant donne 1 'absence de 
risque d'oxydation dans la phase vapeur. 



2523397 



- 6 - 

Les plaquettes intercalaires 16 sont ensuite 
fix§es sur le support 10. Cette fixation sera g§nerale- 
ment effectu§e a I'aide d'une colle polyur§thane a prise 
rapide. Dans le cas illustr§ en figure 2, la plaquette 
intercalaire 16 est egalement maintenue par un pion 20 
coll6 dans un trou de la plaquette 16, emmanch^ et coll6 
dans le support 10, Ce pion 20 am^liore 6galement le 
ref roidi ssement du composant 11, avec lequel il est en 
contact, Lorsque le support 10 comporte un plan de masse 
en cuivre 21, le pion realise meine un chemin d'§vacuation 
de chaleur direct de la. base du composant au plan 21. 
A titre d*exemple de realisation, on peut indiquer que des 
intercalaires de 0,6 mm d'§paisseur ont 6t§ r§alis§s 
pour recevoir des porte-puce a 40 sorties, Les dimensions 
en plan des intercalaires ^talent a peu prds doubles de 
celles des porte-puce. Le pion 20 avait un diamdtre de 
1 ' ordre de 3 mm . 

Dans la variante de realisation montr^e en figure 
3 (oO les jonctions eiectriques ne sont pas representees), 
le pion 20 est constitue par une carotte de colle conduc- 
trice de la chaleur, comportant generalement une charge 
(aiuroine par exemple) rapprochant son coefficient de 
dilatation thermique de celui de la ceramique. Cette 
carotte constitue, avec la plaquette intercalaire 16, un 
chemin d*evacuation de la chaleur vers une plaque de 
dissipation thermique 22. Dans le cas montre en figure 4, 
le composant 11 est associe avec deux carottes 20 qui 
traversent la plaquette intercalaire 16 et se fixent 
directement sur le composant. D'autres dispositions sont 
evidemment encore possibles. 

Les liaisons eiectriques entre le reseau conducteur 
17 porte par la plaquette intercalaire 16. et le circuit 
porte par le support 10 doivent n'etre soumises h aucune 
contrainte mecanique en cas de dilatation di f f erenti el le 
(c 'est-a-di re etre du type "stress relief" en terminologie 
anglosaxonne) . Ce resultat est atteint en constituant 
les liaisons 3 I'aide de trongons de fil fin -8 (diarndtre 
compris entre 80 et 100 microns). Ces trongons ou 
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"strapps" ont une forme et une disposition r§guli6res, 
de sorte que leur montage peut §tre ais^ment automatis§. 
On peut notamment utiliser des fils de cuivre recouverts 
d*6mail polyur§thane/polyafnide et les fixer par le 
proc6d6 d6crit dans ie brevet FR 75 31128 d6j^ mentionn^. 

Ces trongons de fils (dont seuls quelques uns sent 
repr^sentSs sur la figure 1) sont months entre les extr6- 
mit^s 6tam4es des 61§ments du r^seau conducteur 17 et des 
pastilles correspondantes 13, ^galement pr6-4tani6es , . 
pr^vues sur le support 10. Ces fils n*4tant pas tendus 
n*exercent aucune action mScanique sur les contacts. 

Une fbis les trongons 18 mis en place, ainsi que 
les liaisons ^quipotentiel les 14, I'ensemble des fils 
peut §tre immobilisS par un vernis. On peut en particulier 
utiliser un vernis soudable polyurSthane projet^ sous 
forme d'a^rosol d .travers les mailles d*une raquette en 
fil revetu de t6flon, ce qui mafntient efficacement 
I'ensemble du r4seau de fils. L'ensemble peut enfin 
§tre encapsul^ dans une r^sine polyur6thane : ce type 
de fixation laisse une souplesse suffisante aux jonc- 
tions pour §viter les contraintes. 

Dans la variante de realisation montr4e en figure 
5 (oD les organes correspondant ^ ceux de la figure 1 
sont d6sign6s par le m#me num^ro de reference), le compo- 
sant 11 est fix6 d I'envers sur le support 10. Le 
capot isolant est fix6 par collage : d'une part, la colle 
peut etre suffisamment souple pour absorber les dilata- 
tions thermiques dif f §rentiel les ; d*autre part, les 
differences de temp§rature restent plus faibles que dans 
le cas pr4c§dente, }e capot s'4chauffant moins que le 
fond. En contrepart ie , le chemin de dissipation de la 
chaleur est moins efficace que dans le cas precedent. 
On retrouve, dans le cas illustr6 en figure. 5, les jonc- 
tions 61ectriques. par trongons de fil 18 entre les 
plages de contact 15 sur le fond des composants 11 et 
des pastilles 13 pr^vues sur le support 10. 

L'invention est susceptible de nombreuses variantes 
de realisation et, en particulier, s'applique h de tr^s 
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nombreux types de cablage sur le support 10. 
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REVENDICATIONS 

~ 1, Proc6d6 pour monter, sur un support (10) portant 

un circuit, des composants §lectroniques (11) ^ fixer a 
plat et munis, sur leur face inf^rieure, de contacts sou-- 
dables (15) et pour relier ces composants au circuit. 
caract6ris6 en ce qu'on fixe a plat le composant au support 
par des moyens de liaison m§caniques capables de tol§rer 
des dilatations dif f §rentiel les et en ce qu'on relie les 
contacts du composant au circuit port^ par le support par 
1 • interm^diaire de trongons de fils (18) assurant un 

d6couplage m6canique. 

2. Proc6d6 suivant la revendication 1, caracteris§ 
en ce qu'on fixe m^caniquement le composant (11) au support 
par I ' interm^diaire d'une plaquette intercalaire (16) de 
dimensions eh plan Ug^rement sup6.rieures h celles du 
composant; en un mat^riau compatible thermi-quement. avec le 
composant et en ce'qu'on realise les liaisons 41ectriques 
par soudage des plages de contact (15) du composant sur 
un r^seau conducteur (17) pr4vu sur la plaquette interca- 
laire et d^bordant du composant et par fixation desdits 
trongons de fils (18) entre le r6seau et le circuit. 

• 3. Proc6d6 suivant la revendication 2, caract^ris§ 
en ce que la plaquette intercalaire est en c6ramique 
ayant un coefficient de dilatation proche de celui du com- 
posant et est solidaris^e. du support (10) par un adh^sif. 
tel qu'une colle po I yur^thane , pr^sentant une souplesse 
suffisante pour tpl6rer les dilatations dif f erentiel les . 

4. Proc6d§ suivant la revendication 2 ou 3, 
caract6ris§ en ce que le r§seau conducteur est constitu^ 
de pistes divergentes s§ri graph i 6es et pr6-6tam6es. 

5. Proc6d6 suivant la revendication 4, caract^rise 
en ce qu'on recouvre partiellement le r^seau par une 
bande (19) de verre de protection, avant pr^-etamage. 

6. Proc4d6 suivant I'une quelconque des revendica- 
tions 2^5. caract6ris4 par au moins un pion (20) 
associ§ a chaque intercalaire (16), colU. mouU ou 
emmanch^en force dans le support, destin§ S am^liorer la 
solidarisation de T interm§diaire et §ventuel lement a 
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augmenter les transferts thermiques. 

7. Proc6d§ suivant la revendication 6, caract§ris6 
en ce que le support est un circuit imprim^ ayant un 
plan de masse m^tallique, ledit pion etant en contact 

avec le plan de masse. 

8. Proc4d6 suivant la revendication 1, caract§ris6 
en ce que, le composant ayant une enveloppe avec une face 
inf^rieure munie de plages de contact et un capot isoUOt, 
on fixe le composant a plat par son capot dlrectement sur 
le support a I'aide d»un adh§sif pr^sentant une souplesse 
suffisante pour supporter les dilatations thermiques et 

en ce qu'on realise les liaisons ^lectriques a Paide des 
tron<;ons de fils (18) soud§s sur les plages de contact 
(15) du composant (10) et sur le circuit. 

9. Proc6d§ suivant l*une quelconque des revendica- 
tions pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que les trongons de 
fils (18) sont disposes suivant une repartition r^guli^re 
et soud^s de fagon automatique sur des pastilles pr6- 
6tam6es pr^vues sur le support. 

10. Proc6d6 suivant Tune quelconque des revendica- 
tions pr§c6dentes, caract6ris6 en ce que les connexions 
6quipotentiel les dudit circuit sorit constitutes par soudage 
des fils 6main6s. I'ensemble des liaisons §tant ensuite 
imroobilis6es par d§p6t d'un vernis isoiant. 

11. Produit comportant un support, tel qu*un 
circuit imprim6, et des composants tlectroniques munis, 
sur leur face inftrieure, de contacts soudables, carac- 
t6ris6 en ce que les composants (11) sont fix4s ^ plat 
au support (10) par des moyens de liaison m^canique 
capables de tol^rer des dilatations dif ftrentiel les et 

en ce que les contacts du composant sont relics au circuit 
port6 par le support par I ' interm^diaire de trongons de 
fil soud6s (18) assurant un dtcouplage mScanique. 
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